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ABSTRAK

Pengendalian kualitas merupakan hal yang penting untuk mempertahankan posisi
perusahaan di mata konsumen. PT PCI merupakan perusahaan yang memproduksi
alat elektronik, salah satu produk mengalami tingkat cacat yang melebihi target
perusahaan, target perusahaan untuk produk cacat sebesar 2% dan diketahui
persentase defect tertinggi 6,28% selama periode April 2024 hingga Maret 2025.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis cacat dan faktor akar
penyebab cacat sehingga dapat memberikan solusi perbaikan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan
data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tim pengendalian
kualitas. Metode penelitian yang dilakukan yaitu failure Mode and Effect Analysis
(FMEA) untuk menentukan rating Severity, Occurance, Detection dan perhitungan
RPN. Tahap selanjutnya menggunakan Root Cause Analysis (RCA) untuk
mengidentifikasi akar penyebab kecacatan dari nilai RPN tertinggi. Berdasarkan
hasil penelitian didapatkan mode kegagalan dari perhitungan nilai RPN tertinggi
378 adalah cacat Tombstone, nilai RPN 315 adalah cacat No Wetting dan cacat
Upside Down dengan nilai rpn 240. Solusi perbaikan untuk cacat Tombstone yaitu
pelatihan khusus untuk teknisi untuk melakukan penyetelan mesin. Solusi
perbaikan untuk cacat No Wetting yaitu peningkatan ketelitian operator dalam
memeriksa pcb setelah diprinting. Sedangkan untuk cacat Upside Down, teknisi
dilatih untuk menganalisis dampak perubahan parameter mesin.

Kata Kunci: Pengendalian Kualitas, Cacat, FMEA, RCA, RPN



ABSTRACT

Quality control is important to maintain the company's position in the eyes of
consumers. PT PCI is a company that produces electronic devices, one of the
products has a defect rate that exceeds the company's target, the company's target
for defective products is 2% and it is known that the highest defect percentage is
6.28% during the period April 2024 to March 2025. This study aims to determine
the types of defects and the root causes of defects so as to provide improvement
solutions. This research uses a qualitative approach with a case study method,
collecting data through field observations, in-depth interviews with the quality
control team. The research method used is Failure Mode and Effect Analysis
(FMEA) to determine the severity rating, Occurance, detection and RPN
calculation. The next stage uses Root Cause Analysis (RCA) to identify the root
cause of the defect from the highest RPN value. Based on the results of the study,
the failure mode from the calculation of the highest RPN value of 378 is the
tombstone defect, the RPN value of 315 is the no wetting defect and the upside down
defect with an rpn value of 240. The improvement solution for tombstone defects is
special training for technicians to make machine adjustments. The improvement
solution for the no wetting defect is an increase in operator accuracy in checking
the pcb after printing. As for upside down defect, technician are trained to analyze
the impact of changes in machine parameters.

Keywords: Quality Control, Defects, FMEA, RCA, RPN
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